
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NORME 
INTERNATIONALE 

CEI
IEC

 

INTERNATIONAL 
STANDARD 

60191-2
AMENDEMENT 9

AMENDMENT 9
2003-11

CODE PRIX 
PRICE CODE 

Pour prix, voir catalogue en vigueur 
For price, see current  catalogue 

F

Amendement 9 
 
Normalisation mécanique des dispositifs 
à semiconducteurs – 

Partie 2: 
Dimensions 
 

Amendment 9 

Mechanical standardization of semiconductor 
devices – 

Part 2: 
Dimensions  

Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la 
Publication 60191-2 

The sheets contained in this amendment are to be 
inserted in Publication 60191-2 

Full document details: IEC 60191-2 amd9-2003

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60191-2-amd9-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60191-2-amd9-2003


Full document details: IEC 60191-2 amd9-2003

http://www.avadocuments.com/doc/iec-60191-2-amd9-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60191-2-amd9-2003


 
60191-2 Amend. 9 © CEI/IEC:2003 

 
 
 

 

INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION DES 
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2 

 
 
Remplacer la page de titre existante par la 
nouvelle page de titre. 
 
Retirer la page 60191 IEC I existante 
contenant la préface et la remplacer par la 
nouvelle page 60191 IEC I contenant la 
préface à l'amendment 9 (2003). 
 
Chapitre I: 
 
Ajouter les nouvelles feuilles suivantes: 
 
60191 IEC I-167E - a/b/c/d/e 
 
 

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION  
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2 

 
 
Replace the existing title page with the new title 
page. 
 
Remove the existing page 60191 IEC I 
containing the preface and insert in its place the 
new page 60191 IEC I containing the preface to 
Amendment 9 (2003). 
 
Chapter I: 
 
Add the following new sheets: 
 
60191 IEC I-167E - a/b/c/d/e  
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
_________ 

 
Amendement 9 (2003) à la CEI 60191-2 (1966) 

NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS 
À SEMICONDUCTEURS – 

Partie 2: Dimensions 
 

AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux 
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux 
travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa 
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les 
dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre 
Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence 

PRÉFACE À L'AMENDEMENT 9 (2003) 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des 
dispositifs à semiconducteurs du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

47D/560/FDIS 47D/569/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 
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